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前言

　　“集成电路设计基础”是电工电子系列课程体系中的重要课程之一。
　　当今IC行业的特点是设计与制造分离，无生产线的IC设计单位的大量涌现，急需一大批IC设计人
才的加盟。
对于很多非微电子专业的学生，特别是电子电气信息类、计算机类专业的学生不仅要学会熟练应用集
成电路构成系统，而且还应该了解有关集成电路设计的基础知识，掌握集成电路的基本设计方法。
在集成电路已经发展到SoC（System on Chip）阶段，更需要大量电子系统设计者直接参与到集成电路
芯片设计的工作中来。
　　与许多兄弟院校一样，西安电子科技大学十分重视非微电子专业学生的集成电路设计的教学与实
践。
“集成电路设计基础”已成为我校电子工程学院、通信工程学院的必修课和限选课，本书正是在此课
程多年教学积累的基础上编写而成的。
由于CMOS集成电路具有低功耗、集成度高等优点，所以CMOS集成电路技术已成为当今数字集成电
路、数模混合集成电路的主流技术。
本书的特点是以电子系统设计者的视角，介绍CMOS集成电路的基础知识和设计方法。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<CMOS集成电路设计基础>>

内容概要

《CMOS集成电路设计基础(第2版)》是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。
《CMOS集成电路设计基础(第2版)》以电子系统设计者的视角，介绍有关CMOS集成电路的基础知识
和设计方法。
全书共分9章，第一章为概述；第二章介绍CMOS集成电路制造工艺基础及版图设计规则；第三章介
绍CMOS集成电路工艺中的元器件；第四章介绍CMOS数字集成电路设计基础；第五章介绍CMOS数
字集成电路系统设计；第六章介绍模拟集成电路设计基础；第七章介绍VHDL、Verilog HDL及其应用
；第八章介绍数字集成电路测试与可测性设计；第九章介绍常用集成电路设计软件及实验。
    《CMOS集成电路设计基础(第2版)》可作为电子信息工程、通信工程、电气信息工程和自动化、计
算机技术、测控技术与仪器、电子科学与技术以及集成电路设计等专业本科生、研究生的教材和教学
参考书，也可供从事电子系统设计和集成电路设计的工程技术人员参考。
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可测性设计第九章 常用集成电路设计软件简介及实验参考文献
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章节摘录

　　首先，无生产线设计单位从代工制造单位获取“工艺参数文件”。
设计单位根据项目指标要求设计系统与电路；利用厂家提供的工艺数据进行仿真和优化；并将电路图
转化为版图；对设计好的版图进行设计规划检查（DRC）、参数提取和版图电路对比（LVS），最终
生成版图文件交付代工制造单位。
代工制造单位进行一系列极为复杂的工艺加工流程（称为“流片”），制造出芯片，交付给设计方。
设计方通过测试，若达到设计要求，则芯片制造成功。
如果测试结果达不到设计指标，则查找原因，修改设计并重新加工。
　　1.4.2多项目晶圆计划　　所谓多项目晶圆（multi proliect Wafer，MPW）计划就是将几种至几十种
工艺兼容的芯片拼装到一个宏芯片（Macro-Chip）上，这样可使昂贵的制版和硅片加工费用由几十种
芯片分担，从而大大地降低了芯片研制成本。
MPW技术服务更重要的意义在于在无生产线IC设计与代工制造之间建立了信息流和物流的多条公共
渠道，将众多的无生产线IC设计单位（学校、研究所、中小企业）和代工制造单位联系起来，以最低
的成本、最高的效率，促进微电子设计和制造产业的发展。
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